
 
 

Projekt „Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny dla pionowej elektroniki GaN-on-GaN: 
od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii.” 

PROJEKT współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. 

Piaseczno 14-07-2021 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2021/TechmatStrateg 
 

na zakup paneli fotowoltaicznych 
w ramach projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych   

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG  

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
DACPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Puławska 34, 
KRS  0000105242, NIP 5210083644, REGON  012546238 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paneli fotowoltaicznych  
 
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
-typ: LR4-72HPH-455M lub LR4-72HPH-450M 
-Producent Longii 
-Gwarancja produktowa: min.12 lat   
-Ilość 660sztuk  
 
III. DOSTAWA 
3.1 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu firmy na adres: 

DACPOL Sp. z o.o. 
ul. Okulickiego 5j, Piaseczno 05-500 

3.2 Cena zaproponowana przez Oferenta musi zawierać koszt dostawy przedmiotu zamówienia 
pod adres wymieniony w punkcie 3.1 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 1.10.2021 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
4.1 Oferta musi zostać przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego.  
4.2 Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być 
parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną 
parafką/podpisem). 
4.3 Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 
terytorium RP(CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. 
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VI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
5.1 Oferta musi zostać złożona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
m.salasinski@dacpol.eu , faksem na nr: +48 22 70 35 101, poczty/ kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: DACPOL Sp. z o.o. ul. Okulickiego 5j, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia  
23.07.2021 do godziny 12:00. 
 
5.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
5.4 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
5.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
5.6 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.08.2021r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie, zamieszczony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.  
 
VII KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Cena zamówienia – 100%  

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

8.1 Dodatkowych informacji udziela Andrzej Szałek pod numerem telefonu +48 22 7035132 oraz 

adresem email: a.szalek@dacpol.eu 

8.2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8.3 Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych ani zamiennych. 

8.4 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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Załącznik Nr 1 
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr………………………………… 
z dnia ……………………………………. 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
NAZWA OFERENTA: 
................................................................................................................................................................... 
ADRES: 
................................................................................................................................................................... 
TEL./E-MAIL 
................................................................................................................................................................... 
NIP...................................................................            REGON.................................................................... 
 

Oferta dla  
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34, Piaseczno 05-500 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym nr ……………., oferuję ………………………………………. 
…………………………………………………….. z dostawą do siedziby Zamawiającego, będących przedmiotem 
ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu: 
 
Cena netto ………..……….…….…….. PLN (Cena netto słownie:…………………………………………………..…….. PLN) 
 
Cena brutto………………….………….. PLN (Cena brutto słownie: ……………………………………….....…..…….. PLN) 
 
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ................................... % tj. ................................PLN 
 
 
Gwarancja: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Termin dostawy: …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Miejscowość ............................................................................, dnia ................................................... r. 
 
 
 

     ........................................................................................... 
podpis oraz pieczęć osoby 

upoważnionej do reprezentowania oferenta 
 


